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EUROPAISCHE NORM EN 165000-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 1996

DK 31.200
Deskriptoren:  Qualitét, Fachgrundspezifikation, Hybrid integrierte Schichtschaltungen

Deutsche Fassung

Integrierte Hybrid- und Schichtschaltungen
Teil 2: Innere Sichtkontrolle und spezielle Prifungen

Film and hybrid integrated circuits
Part 2: Internal visual inspection and special
tests

Diese Européische Norm wurde von CENELEC am 05.03.1996 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied
auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

Européisches Komitee flur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Briissel

© 1996 Das Copyright ist den CENELEC-Mitgliedern vorbehalten
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Vorwort

Diese Europdische Norm wurde von CENELEC/TC CECC/SC 47AX (friher CECC/WG 21) Integrierte Hybrid-
und Schichtschaltungen ausgearbeitet.

Der Entwurf wurde dem einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und durch CENELEC am 05.03.1996 als
EN 165000-2 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spatestes Datum der Veré6ffentlichung (dop) 01.03.1997
einer identischen nationalen Norm

- spétestes Datum fur die Zuriickziehung (dow) 01.03.1997
entgegenstehender nationaler Normen

Diese Norm, EN 165000-2, Integrierte Hybrid- und Schichtschaltungen - Teil 2: Innere Siéhtkontrolle und
spezielle Prifungen, sollte in Verbindung mit den folgenden anderen Teilen der EN 165000 angewandt werden:

Teil 1: Fachgrundspezifikation - Verfahren fur die Befahigunganerkennung

Teil 3: Selbst-Auditierungs Checkliste und Bericht fiir Hersteller von Integrierten Schicht- und
Hybridschaltungen

Teil 4: Kundenangaben, Priifablaufplane fir die Produktbewertung und Vordrucke fiir die

Bauartspezifikationen

Teil 3 ist im wesentlichen zur Anwendung fiir den Hersteller gedacht und ist in dieser Form fir den Kunden nicht
erforderlich.

Teil 4 ist im wesentlichen fur alle Anwender gedacht. Er richtet sich an potentielle Kunden und beinhaltet
nitzliche Erkldrungen der zugrundeliegenden Philosophie der gesamten Norm.
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Hauptabschnitt 1 - Innere Sichtkontrolle
1 Allgemeines

1.1 Zweck

Diese Prifung dient der Kontrolle der inneren Werkstoffe, Konstruktion und Ausfiihrung von Integrierten Hybrid-
und Schichtschaltungen.

Diese Priifung wird normalerweise vor dem VerschlieBen oder Umhillen durchgeftihrt, um integrierte Schicht-
und Hybridschaltungen mit inneren Fehlern herauszufinden und auszusortieren, die zu einem Ausfall der Schal-
tung bei normaler Anwendung fuhren kénnten. Andere Annahmekriterien kénnen zwischen Abnehmer und Her-
steller vereinbart werden.

1.2 Reihenfolge der Beurteilungen

Die angegebene Reihenfolge der Beurteilungen ist nicht zwingend, sie kann nach MaRRgabe des Herstellers ver-
andert werden. Jeder Aspekt der durch einen nachfolgenden Montageprozell verdeckt werden kann, muf3 vor
diesem ProzeR Uberpriift werden.

1.3 Beurteilungseinrichtung

Die Einrichtung fur die Priifung mufd ein optisches Gerat, mit dem die vorgeschriebene(n) Vergréfierung(en) er-
reicht werden kann (kénnen), sowie alle zur Sichtkontrolle notwendigen Mittel (Lehren, Zeichnungen, Fotografien
usw.) enthalten, um eine effektive Uberpriifung zu erméglichen und den Prifer in die Lage zu versetzen, objek-
tive Entscheidungen tber die Annahme der untersuchten Schaltung zu treffen.

Geeignete Befestigungsmdoglichkeiten fiir das Handhaben der Schaltungen wahrend der Untersuchungen mis-
sen vorgesehen werden, um einen wirksamen Priifablauf ohne Beschaddigung zu gewahrleisten.

1.4 Beurteilungsumgebung

In Bearbeitung.

1.5 VergrofRerung

Die Beurteilung bei "starker VergrofRerung" (100-200fach) wird normalerweise mit einem Mikroskop durchge-
fahrt, welches senkrecht auf die betreffende Oberflache gerichtet ist. Die Schaltung wird senkrecht zu der betref-
fenden Oberflache beleuchtet.

Die Beurteilung bei "geringer VergréRerung" (10-100fach) wird normalerweise mit einem Monokular-, Binokular-
oder einem Stereo-Mikroskop unter einem geeigneten Winkel und entsprechender Beleuchtung durchgefihrt.

1.6 Begriffe

1.6.1 Aktive Schaltungsfldche

Alle Flachen der zur Funktion gehdérenden Schaltungselemente, Metallisierung, oder jede elektrisch verbundene
Kombination daraus.

1.6.2 Mehriagen-Metallisierung (fiir Leiter)

Zwei oder mehr Schichten aus Metall, oder einem anderen fiir leitende Verbindungen verwendeten Material, die
nicht voneinander isoliert sind.

1.6.3 Randmetallisierung

Metallisierung, die verschiedene Metallisierungsschichten auf oder in einem Substrat an den Réndern elektrisch
verbindet.

1.6.4 Fremdmaterial

Jedes Material, der nicht zum Herstellen einer Schaltung verwendet wird oder jedes eingebaute Material einer
Schaltung, das von seiner urspriinglichen oder beabsichtigten Lage innerhalb eines Schaltungsgehéuses entfernt
ist. Fremdmaterial, das bei den fiir Routine-Sichtkontrollen verwendeten Beleuchtungs- und VergréfRerungsver-
haltnissen lichtundurchldssig erscheint, wird als leitend angesehen.
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1.6.5 Schutzschicht (Passivierung)

Schicht isolierender Werkstoffe, die einen Teil oder die gesamte Substratflache einschlieBlich der Metallisierung
schitzt, nicht jedoch Verbindungsflecke, zum Beispiel Glas-Passivierung, Lotstopplack usw.

1.6.6 Isolierende Schicht

Schicht zum Isolieren einzelner leitender oder Widerstandsflachen.

1.6.7 Einschnitt

Schlitz oder Schnitt, der durch einen materialabtragenden Prozef} erzeugt wird (zum Beispiel Laser- oder Sand-
strahlabgleich).

1.6.8 Mehrlagen-Metallisierung (fiir Leiter)

Zwei oder mehr Schichten aus Metall oder einem anderen, fur leitende Verbindungen verwendeten Werkstoff,
die durch gewachsenes oder aufgetragenes Material voneinander isoliert und zum Beispiel durch Loch- oder
Randmetallisierung miteinander verbunden sind.

1.6.9 Bondfleckflache

Freiliegende Metallisierungsflache, die nicht durch Passivierung abgedeckt ist.

1.6.10 Mehrfach Bond

Bonden eines Bonds auf einen anderen Bond.

1.6.11 Durchmetallisierung

Metallisierung, die verschiedene Metallisierungsschichten auf oder in einem Substrat durch ein oder mehrere L6-
cher elektrisch leitend miteinander verbindet.

1.6.12 Kratzer
Jeder Ritzfehler an der Oberflache einer Schicht.

1.6.13 Kosmetischer Kratzer

Ein oberflachlicher Kratzer, der véllig tiber die Schicht ausgedehnt sein kann und unterliegende Schichten nicht
freilegt oder beschédigt, oder Metallisierung seitlich (ber den Rand des Leiters verschiebt, beispielsweise durch
mechanische Verformung.

1.6.14 Liicke

Jeder Fehler in einer Schicht, der nicht durch einen Kratzer verursacht ist und bei dem unterliegendes Material
sichtbar ist.

1.7 Bewertungen

Der Hinweis in diesem Schriftstiick "die folgendes aufweist" muB als erftillt betrachtet werden, wenn das visuelle
Bild oder das visuelle Aussehen der zu beurteilenden Schaltung anzeigt, daf eine besondere Bedingung vorhan-
den ist. Dies erfordert keine Bestéatigung durch irgend eine andere Prifmethode.

1.8 Alternative Priifmethoden

Die unten angegebenen Anforderungen an visuelle Beurteilungen sind nicht notwendigerweise die einzigen Me-
thoden, die angewendet werden kénnen. Jedoch muf3 der Hersteller die Nationale Uberwachungsstelle davon
Uberzeugen, daB jede alternative Methode die gleiche Sicherheit ergibt, andernfalls mufl die festgelegte Metho-
de angewandt werden.

2 Substrat und Prozesse

Geringe VergréfRerung
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21 Substrat
Schaltungen, die folgendes aufweisen, werden nicht angenommen:

- Lécher durch die Substrate, ausgenommen Durchfuhrungslocher, benutzte oder unbenutzte Befestigungslo-
cher fir Bauelemente oder Ausrichtlécher

- Jeder RiB der léanger als 0,125 mm ist und zu einem Funktionsteil der Schaltung heranreicht - siehe Bild 1
- Jeder Ausbruch, der irgendeine aktive (metallisierte) Schaltungsflache reduziert - siehe Bild 2
- Jeder RiB, der ndher als 0,025 mm an einen Funktionsteil der Schaltung heranreicht - siehe Bild 3

- Jedes Substrat, das mit Teilen anderer Substrate verbunden ist, so dall die in der Aufbauzeichnung zuge-
lassenen Substratabmessungen {ibertroffen werden - siehe Bild 4

- Jedes Substrat mit ausgebrochenem Bereich um irgendein Substrat-Montageloch groBer als 25 % des Mon-
tagelochumfanges, das fur die Befestigung von Substrat auf Pfosten vorgesehen ist - siehe Bild 5

- Jeder Ri3, der an einem Rand entsteht - siehe Bild 6.
2.2 Prozesse

221 Leiter
Schaltungen, die folgendes aufweisen, werden nicht angenommen:
(1) Kratzer in der Metallisierung

Ein Kratzer ist irgendeine Beschadigung der Oberflache der Metallisierung, einschliefflich der Abdriicke von
Prifspitzen.

- Kratzer in der Metallisierung, Bondflecke ausgeschlossen, die das Substrat oder unterliegendes Dielek-
trikum, wo auch immer, auf ihrer Lange freilegen und weniger als 50 % der Metallbreite unbeschédigt las-
sen - siehe Bild 7

- Kratzer in der mehrschichtigen Metallisierung, der das darunterliegende Metall irgendwo auf seiner Lan-
ge freilegt und weniger als 50 % der urspriinglichen Metallbreite der obersten Schicht unzerstért 18Rt -

siehe Bild 8

- Kratzer in der Bondfleck- oder Hohlkehlenflache, der das darunterliegende Dielektrium oder Substrat
freilegt und die am Bondfleck anschlieBende Leiterbahnbreite auf weniger als 50 % der engsten Anschluf3-
breite reduziert. Wenn zwei oder mehr Leiterbahnen in einem Bondfleck einmiinden, muf} jede getrennt
betrachtet werden - siehe Bild 9.

(2) Metallisierungsliicken

- Liicke(n) in der Metallisierung, ausgenommen Draht- oder Beam Lead-Bondflecken, die weniger als
50 % der Metallbreite unzerstort 143t (lassen) - siehe Bild 7

- Ltcke(n) in der Draht- oder Beam Lead-Bondfleckflache, die eine Flache kleiner als das Doppelte der
maximal zuldssigen Bondgr6Re unzerstort (lassen)

- Licke(n) im Draht oder Beam Lead-Bondfleck, einschlieflich Hohlkehlflache, die die Metallisierungsbrei-
te, die den Bondfleck mit der Leiterbahnmetallisierung verbindet, auf weniger als 50 % der engsten An-
schluBRbreite reduziert(en) - siehe Bild 9.

ANMERKUNG: Wenn zwei oder mehr Leiterbahnen in einen Bondfleck einmiinden, muB jede getrennt be-
trachtet werden.

(3) Korrosion der Metallisierung

Jede Metallkorrosion - siehe Bild 10.

(4) Haftung der Metallisierung

Jedes Abheben, Abschélen oder Blasenbildung - siehe Bild 11.

(5) Metallisierungsschaden durch Priifspitzen

Die in (1) und (2) enthaltenen Kriterien sind als Grenzen fur die Zerstérung durch Prifspitzen anzuwenden.
(6) Metallisierungsbriicken

Hervorstehen oder Ausdehnen des Leiters, das den bestehenden Abstand von einem andgren Element auf
weniger als 25 %, oder auf weniger als 50 % des minimalen Isolationsabstands reduzie acuinReBxs
wurfsregeln festgelegt ist, es gilt der gr6Bere Wert - siehe Bild 12. Document Sharing Hub
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(7) Ausrichtung der Metallisierung

Fehlausrichtung, bei der die Leiteriberlappung geringer als 50 % der Breite des engsten Leiters ist - siehe
Bild 13.

2.2.2 Isolierende Schichten
Schaltungen, die folgendes aufweisen, werden nicht angenommen:
- Kratzer oder eine Liicke bei oder (iber einer dielektrischen Stufe - siehe Bild 15

- Jede Fehlausrichtung in Uberkreuzungen, bei der das Dielektrikum nicht an jeder Seite mehr als 50 % des
minimalen Entwurfs-lsolationsabstands zwischen Schaltungselementen sichtbar ist - siehe Bild 16

- Kratzer, Kerben oder Liicken, die den tberdeckten Leiter freilegen - siehe Bild 17
- Blasenbildung oder Gewebeabtrennung - siehe Bild 18
- Jeder dielektrische Werkstoff, der mehr als 25 % der Bond- oder Létfldche bedeckt - siehe Bild 19

- feste Teilchen oder Fremdmaterial mit Abmessungen, die gréfer sind als 50 % der itberdeckten Element-
breite - siehe Bild 20.

2.2.3 Widerstiande

2.2.31 Unabgeglichene Widerstdnde

Schaltungen, die folgendes aufweisen, werden nicht angenommen:
- Ein Kratzer, eine Kerbe oder Liicke mit Abmessungen, die groRer sind als 50 % der Breite - siehe Bild 21
- Abheben, Abschélen oder Blasenbildung - siehe Bild 22

- Hervorstehen oder Ausdehnen des Widerstandes, das den bestehenden Abstand von einem anderen Ele-
ment auf weniger als 25 % oder auf weniger als 50 % des Minimums des Isolationsabstands reduziert, der in
den Entwurfsregeln festgelegt ist, es gilt der gréRere Wert - siehe Bild 23

- Teilchen aus Fremdmaterial mit Abmessungen groRer als 50 % der Widerstandsbreite - siehe Bild 24. Ab-
gleichen darf Fremdmaterialien nicht berlthren

- Fehlausrichtung in Léngsrichtung einer Widerstands/Leiter-Uberlappung gréRer als 50 % - siehe Bild 25
- Fehlausrichtung in Querrichtung auBerhalb der Grenzen des Leitermusters

- Jede deutliche Farbé&nderung des Widerstandswerkstoffs innerhalb des Widerstands/Leiter-Anschiusses.

2232 Abgeglichene Widerstande
Schaltungen, die die in 2.2.3.1 beschriebenen Fehler, oder die folgendes aufweisen, werden nicht angenommen:
(1) Standstrahl abgeglichene Widerstande

- Die minimal verbleibende Widerstandsbreite nach dem Abgleichen muBl 40 % betragen - siehe Bild 26,
ausgenommen in Féllen, in denen gezeigt werden kann, daR die in den Entwurfsregeln festgelegte maxi-
mal zuldssige Stromdichte nicht (iberschritten wird

- AnschluBBbreite mehr als 50 % reduziert - siehe Bild 27
- Briickenbildung beim Abgleichschnitt - siehe Bild 28

- Kratzer, eine Kerbe oder Liicke gegeniiber dem Abgleicheinschnitt, wodurch die Widerstandsbreite auf
40 % reduziert wird - siehe Bild 29

- Mikrorisse und gezackte Rander im Widerstandsmaterial - siehe Bild 30
- Rickstand von Widerstandsmaterial im Abgleichschnitt - siehe Bild 31.
(2) Laserabgeglichene Widerstéande

- Die minimal verbleibende Widerstandsbreite nach dem Abgleichen muf3 40 % betragen - siehe Bild 26,
ausgenommen in Féllen, in denen gezeigt werden kann, daR die in den Entwurfsregeln festgelegte maxi-
mal zul&ssige Stromdichte nicht tiberschritten wird

- Briickenbildung beim Abgleichschnitt, auer wenn durch den Entwurf gefordert - siehe Bild 32

- Ein Kratzer, eine Kerbe oder Licke in Verbindung mit einem Abgleich, in Ubereinstimmung Pocuments
gen Anforderung an die minimale Widerstandsbreite - siehe Bild 33 Document Sharing Hub
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